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Abstract of DEI 9825386 

Manufactures of a circuit board to connect and carry electrical and/or optical components and circuitry Is claimed. A conductive paste, which makes the 
Interconnections (6,7,8; 14, 15, 16). is deposited into depressions (3,4, 5; 10, 11, 12) in an Insulating substrate (1. 9) forming at least one layer of the cIrcuK 
board. The substrate is preferably a flexible sheet e.g. of glass fibre-reinforced epoxy resin. The substrate (1,2) may be a film-coated (1 ) board (2) of glass 
fibre-reinforced epoxy resin. Depressions penetrate the board, to interconnect conductors in different layers, using conductive paste. Further conductors may be 
produced on upper and lower surfaces. Further similarly formed substrates and circuits may be connected. These may be pressed together to form a multilayer 
circuit board. Depressions (19-22) are provided for external circuit connection. The board is hardened by heating. 
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@) Verfehren zur HersteUung alnor Lofterplatte 

@ Djd Erfindung btttrifft om \/erfehf©n 2ur Hdretelluno olndr 
LeHe^latte zuf Aufnahme und olaktrisc^an oder opttschan 
V»rbindung von Bauoiementan, bat wvalchem zur Au&bildung 
von Leham (6».8; 14.»t6) zurnindaet «1nar Lage dar Laltar- 
platto Vertiefunaan in ainam iBDliarandan Trfigar (1; 0) 
anteugt warden, in dfa ema Laltarpaata aingabracht wlrd. 
Die £rflndun0 w!rd angawsndt bai der Lsltoiplattanharstal* 
luna allgamsin. 
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Bescbreibuzig 



Die Brfindniig betrifft eto Verfahren zur HerstciUtmg 
einer Letterplaue nach dem OberbegiifF cte Angpfructts 



' Bei dor Hemellung voo Lciterplattcn zur 
Bcbe^ Verfaindtmg Von Bauelemteften werden ttbuiajer- 
wetee subtraktive Veifahren, emgesettt Dftbtt wird al& 
Aiisgangsmaterialt^ctepielsweisc cm sogenaimter Kem 
der WWer bddwdtte mit Kupf cr kasohicrtcn, glasf a- 
servirstarictea Ej^oj^iarzplatte beateht. verwendei. 
Die Dicke des gafizfiachigen Kupfcrs Uegt haung zwl- 
schen 18 und 35 iuu. Auf <ttese Platte wd positiv nut 
eincr At2xesistfarbe das LdtorbUd im Sicbdruckrerf ah- 
ren au^gebracht. Die so praparierte FUtte wird mittek 
ChemikaUeii sauer abgeitzt. Bei diescm Vorgang wd 
an den Beroichen, an denon isich k^ne Letter befindcix 
sollen und die d^er nicht mit Atzr dsistfarbe abgedeckt 
«nd, die Kupferkasctuerung entXemt. LedigUch etwa 
2:0<J<) der Kupf erecMcht werden fur die el^ktnschen Lat- 
ter geniitzt IMe verbteibenden dO<l^ des Kupfere^id m 
den Attchemikalieai gelOst und fe&nnen atjr durch auf- 
wendige Wledeiaufb^itoig attradcgeworowi y***^?' 
Subtraktive Vorfahrensind dabw zwangBUhJflg nut ho- 
henKostettfttrUmwaltschuteyerbtmden. 

Dm: Erftnaung Hegt die Auf gabe zagruade^ ein Ver- 
^djren zuf Merstellung einer Leiterplatie ai finden, bei 
wetehem auf ebi derartigcs stabtraktives Verfahren zur 
Bildung der Leiter verzichtet werden kaim. 

Zur l^ung dicser Auf^e wcist das ncue Yerfahren 
der elngangs gexiannten Art die ira kennaieichneaden 
Teil dcs Anspruchs 1 genonnten Merkmalo auf. In den 
UnteransprQchen sind vorteUbaftoWeiterfafldimgen des 
Verfahrensangegeban. 

Das ixeue Verfahren zur Herstellung exner Leltcr^t- 
te hat den Vorteil, daB die Leiter positiv auf c?men Tf a- 
xer aufgebracht werden viid nichtin einem subtraktiven 
Verfajta-en das Icitendie Material an den Stellen* an de- 
nen kftine tfeiter verbleibcn diirfen, entfemt werden 
muB Dadurch wird bercits mit der Menge leitenden 
Materials, die tatsftchUch zur Ausbildiing der Leiter er- 
forderlxch lat. das Loitorbild erstellt und es. wird nur so 
viel Material emgesetzt, wie aucAi^anf der JertigenLei- 
terplatto vorhanden ist. Schadstoffc^ die bet subtraJcn- 
ven Verfahren injxner eatstehau foUen bei dem neuen 
Verfahren in erhebllch venrimdert^ Menge an: parort 
cnt^t auch ew GroBtott^ Aafwattds fur die Schad- 

""""^S^^ci^^V. sat sowohl for elektri«:he al3 
auch for optisdie Leiterplatten einsetzbar. to Fall© 
elektrischer Leiterplattfea wird ajs TYSger em elektrlsch 
isofierendoft Material verwendet und in die Vertiefun- 
gen cjhe elektrisch leitende Paste eingebracht FOr opti- 
sche Leiterplatten wird ein optisch ispllcrendes Matenal 
verwe^Sd; li- ein Material. das fttr die jc^weikge Ucht- 
freouenz undurchiassig ist. Die Licfatleiter werden bei- 
spiclsweise mit dner lichtleitenden Kunststoffpaate ger 

A^and der Figuren; in dmen.verscbiedcne Pliasen 
einer LeitcrplattenhorsteDimg ■<J»'festent^sn54^w 
im folgcn^en die Erfindung sowi.e Ausg^staltungen und 
Vortcile-nabereriautfirt. . , j « „^ 

In den Figuren werden fOr gleichc Tede in den ver- 
schiedenen Herstellungsphasen gleichc BezMga^eichen 
verwendet. Sie sind nicht nia0stabsgetreu, d. tu ScOucli- 
ten, die in den Figurcn gleiche Abmesswngen besitten, 
. konhen difesbczQglich bei realen Leiterplatten stark 
vonemander abweichen. 



Rg, i. zcigt dncn Tragcr, der aus ebicr mit emer Iso- 
UerfoJio 1 beschichteten.* ^isfascrvenrtarkten Epojod- 
harzplatte2b«6tfeht - , 

Zur HersteUiiikig einer flexiblen Leiterpiatte kann die- 
a se glasfaservcrstfirktc Epoxidharxplatte 2 ohne weiteres 
durch einen vbrzug$weise dehfliungjrffiaten FoU^ntrHger 
cwetrt wordca Sofem bereits die Isolierfolie 1 oder die , 
Epoxidhar2|>lattc 2 gflnstige Ffflilgungseigenschafteii 
aufw^li^ kann auch v5lUe Aof die zuB&tztiche ^niclit 2 
10 bzw. tvcrzicjhtet werden. . . ^ ^ ^ 

Wie in FSg. 2 gcaieigt, werden in dor Isollerf one 1 v er- 
tiefongen 3* 4 und 5 als Depots flfr eine Dsiterpaste 
erzeugL Gedgnete Verfahren hicrfOr sind bcispielswei- 
fte Atzen, Fot6- oder Laserstrufcturieren. Bei den beidea 
15 erstgeiiannten Verfahren ist zuvor cini Film auf, die 
OberQ&che der Isolierfolie auteutragbn, der an den Stol- 
len. an denen kdne Verdefungcn erzeugt werden sollen, 
atzresistcnt bzw: UchtundurcbJassig ist Das Fotostruk- 
turieren sctzt die Verw<stiduiag HchtAmpfindllcher 
20 Kunststoffe fttr die Isolierfolie 1 voraus. FGr.das .Laser- 
strukturieren oder -schneiden ifit keto derartigcr Filin 
erforderUcb, da der Laser rechnergesteuert abgelenkt 
werden kann, so daB er nur die. Bereiciie der Vertiefun- 
. gen 3» 4 and 5 uberstreicht. Bd grttberen Strttfcturen ist 
25 auch em FomistempelzumEinpragen der Vertiefungen 
3»4tuxd5geelgnet. 

Etttsprechend I'lg.S wird in die Verticfungen eine 
Leitejpaste zur AusbUdung von Leitcm 6, 7 und 8 einge- 
bracht. Bei einer Leiterpiatte fur elektrlfche Anwendun- 
30 gen wird chie elektrisdi leitende Parte, beispielsweisc 
eine Paste mit Partikein elnes Me tails, z. B. Kupfer, oder 
von Metallegierungen, verwendet. Fur opdsche Leiter- 
platten werden lichtleitende Matenalieh eingesetzt, bci- 
ftpieiswebe eine lichtleitende JCimststoff paste. Das Eui- 
3S. bringcn der Paste kann in einem GleBvierf ahrch bej ge- 
ringer Viskosltat der Paste crfolgen, wobci ein Pairten- 
flberschuB gegebenenfalls mit cinem Rackel abzuzi^en 
ist. Die Vertiefungen 3, 4 und 5 kSnnen aber auch hi 
dofiierter Weise mit einem Dispenser ausgefullt werden. 
40 Fiir weitere Lagen wird, wie in Fig* 4 gezeigt eine 
weltere Isolierfolie 9 ats weitcrer Trflger auf die ini vor- 
herigenSchrittferdggestellteLageaufgelegt 

Auch m der FoUe d werden gem^B Fig, 5 Verticfun- 
gen to, 11 tmd 12 ftir Laiter der wcite^en Lage erzeugt. 
45 Ime Qffnung 13i welche die laoUctfolie 9 v611ig durch^ 
dringl^ dlent zur Duirtdikontaktierung von Leitcm ver- 
. sancdenerLagen-BerBrzcugenderVertiefungen durch 
At2:dn Oder Fotostrukturierung kann die Offriung 13 
diirch einen zusatzilcben Schritt; bei LaserstrUlcturteren 
50 dnrdi eine ISngere Verweilzeit des Lasers erzeugt wer- 
den. ■ . • J 
In die nun geschaffenen Vertiefungen 10 12 und 
Offnung 13. wird wiedenim Leitcrpasie zur Ausbildung 
von^Leitem 14» 15 und 16 sowie emer Verbbdung 17 
ss zwiBcfaen den Leitem 15 und 7 eingebracht, wie es in 

a, 6 dargestettt ist. Damit wurde chie zweite Lage von 
tern' geschaf fen.. . , , 

Audi diese Lage whxJ geinaB Fig. 7 nut emer laoUer- 
foHe IS abgedecki- 
60 In der Folie 18 werden chtsprechchd Fig. 8 Verticfun- 
gt>n X% 20 und 21 erzeugt. Da die IsoUerfoU€> 1« die 
obex^te Lage- der Leiterpiatte bildet. diencn nun die 
Vertiefungen 19 ... 21 als Depots fOr Lot, das zum AnlO- 
ten der Bauelementeansdilusse anelekttische Lwter. er- 
as forderlicb ist Eine Offnung 22, die auf ahnliche Weise 
wie die O&nung 13 (Fig. 5) iwoer inneren Lage erzfeugt 
wurde^ stellt die Verbindung des Lotdepots 20 zum dar- 
unteriiegenden Leiter 15 dar. 
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Obwohl In dem Ausffihrungsbeispjel Ie<Uglicli die 
Herste&img emer Leiterplatte mit zwei Lagen elektri- 
schcr L^ter auf ciner Seite ero^fi Mgers beschrieben 
wurde, ist die Erfindting ohae Binschrankiins 4uch zur 
Herstellung von Uiterplatten beHehiger Lag»aanzahl a 
sowle mit Lejt^rtaKea auf belden $eitea ernes TWgere 

Je nacb Art der verw^deten Leiterpaste wird diese 
durch Warmeeinwirkwng in einecn Oicn oder dun* Be- 
strahhing; nachdem s£e in die Jewefligen Vemefungeft lo 
eingebracht wurde, ausgehfirtet . 

Patentansprtiche 

t. Verfakren zar Herstelltrog einer Leiterplatte zur 15 
Ai]£nalune und elektrischeii oder optischen Verbin- 
4iing von Bauelemealeii, tfadnrch geJcennzeich- 
net, daB zur Ausbildung von Leitero (S, 7, S; 14, 13, 
16) zumindest einer Lage der Leiterplatte Vcrtie- 
fungea (3, 4* 5; 10, 11, 12) lu eittem Isolierenden 20 
Trager , 9) erceugt werden, to cKc eine Uterpaste 
eingebracht wird- . 
2. Verfalxren nadi Aiispnicii 1, dadurch gekenn-. 
zeichnet, daB der Trdger eine flexible Folifc ist 
3 Verfahrctt nach Anspruoh 1, dadurch gekenn- 25 
z'eicJmet. daB der Trager euie Platte aus glasfaser- 
verstarictemEpoxidharzist ^ ^ ^ , 

4. Vcrfahren nach Anspnich 1, dadur^ JP^°^ 
zeichnet, daB der TVager (1, 2) eine mit Folie (1) 
beocfaicbtete Platfe (2) au« glarfaserverrtSxktem 30 
Epoxidharz ist. 

5. Verlahren nach einem cler vorhergehenden Aji- 
spriiche^ dadurch gekexiiweiclmet, daB zur Ausbil- 
dung von ersten Lcitem auf der Oberseite und von 
zweitea Lcitem auf der Unteracite des isolierendea as 
Tragers Vertiefungcn in der Ober- bzw. Unterseite 
erzeugt werden, die an den Stellen, an denen Ver- 

. bindungen rwischea exsten vmd zweiten Leltem 
auszubilden sind, den Trager durcdxdringen- . 

6. Vcrfahren nach einem' der vorhergehenden An- 40 
$prOcbe, dadurch geicexuizeichnef^ 

— daB fflir AusbUdunjg weiterer Leiter (14, 15, 
. i& in zumindest einer weitaren Lage Vertie- 
hmgen (10, 11, 12) in ednem wciteren Trager (9) 
aazf der der oineh La^e abgewandten Soite er- 45 
zeugt werden, die an den Stelien» an denen 
Verbindungcn (17) zu den Leitcm (T) der einen 
L4ige auszubildeai sind, den weiteren Trager (9) 
durchdringen, und . _ ' ^ ^ 
^ d*B m dies© Vertiefutiscn (10, 11, 12, 13) so 
ebenfalls eine Leiterpaste eingebracht wird. 

7. Verfahren nach emem dier vorhergehenden An- 
spniche, dadui^cb gekennzddmet* daB Lotdepots 
(19, 20, 21, 22) ala auflenliegcnde Vertiefungen In 
cmem Trtger (18) ausgebildet warden, die diesen so 
zur Verbmdung mit benachbarten cletorisclien Lci- 
tem (15) durchdriogen. 

8- Verfator«n »ach Anspnich 6 oder 7, dadurch ^e- 
kcnnzcichnet, daB zur HersteUung einer Mehrla- 
gcnJciterplatte mehrer© T>fig«r (1, 2. 9, 18) inltein- 60 
anderverprcBt werden. ^ ^ 

9, Vcrfahren nach einom der vortxergehenden Anr 
spruchc, dadurch gekennzeichnei, daB die Leiterpa- 
ste durch Warjneeinwu*kung gehartet wirdi 

■ • 65 

Hierzu 1 Seite(n) i^eichnmigen - 
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ABSTRACT 



A method of plating for filling via holes, in which each via 
hole formed in an insulation layer covering a substrate so as 
to expose, at its bottom, part of a conductor layer located on 
the substrate, is plated with copper, to be filled with the 
plated metal, the method comprising the steps of forming a 
copper film on the top surface of the insulation layer 
covering the substrate, and the side walls and bottoms of the 
respective via holes, immersing the substrate having the 
copper film formed in an aqueous solution containing a 
plating promoter to thereby deposit the plating promoter on 
the surface of the copper film, removing the plating pro- 
moter fi-om the surface of the copper film located on the 
insulation layer and leaving the plating promoter on the side 
walls and bottoms of the respective via holes, and subse- 
quently electroplating the substrate having the copper film 
formed with copper to thereby fill the via holes with the 
plated copper and simultaneously form a continuous copper 
film which eventually covers the via holes filled with the 
plated copper as well as the copper film previously formed 
on the insulation layer. The method is suitable for satisfac- 
torily filling via holes, having a small diameter and a large 
aspect ratio, with plated copper. 




